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Abstract (en)
[origin: WO9219792A1] An etching solution for removing a metallic layer from a substrate contains a hydrogenated compound that dissolves the
metal itself while evolving hydrogen and a nitro-substituted organic compound. The solution is characterized by the fact that the selected nitro-
substituted organic compound is a compound having an easily hydrogenizable nitro group.

Abstract (fr)
Une solution d'attaque qui sert à enlever une couche métallique déposée sur un substrat contient un composé hydrogéné qui dissout le métal
proprement dit tout en dégageant de l'hydrogène et un composé organique à substitution nitro. La solution se caractérise par le fait que l'on
sélectionne comme composé organique à substitution nitro un composé dont le groupe nitro est facile à hydrogéner.
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